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(57) Abstract 

A smart card chip including a semiconductor 
chip (4) with an operative side provided with contact 
pads (5) and projections (6) of varying heights. The 
operative side of the chip (4) is at least partially 
coated with a layer of insulating material (7) that is 
at least as thick as the height of the tallest projection 
(6), said layer being shaped in such a way that the 
contact pads (5) are freely accessible, and having an 
outer surface parallel to the periphery (12) of the 
operative side of the chip (4). Said layer (7) enables 
the chip to be mounted in a card body while remaining 
perfecdy parallel thereto, this being necessary to enable 
conductive pattern screen printing at a later stage. 
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La puce pour carte dlectronique selon V invention comprend une microplaquette de semi-conducteur (4) ayant une face active pourvue 
de plots de contact (5) et sur laquelle sont formees des aspentes (6) de differentes hauteurs. EUe se caractgrise en ce que la face active 
de la microplaquette (4) est revetue au moins partiellement d'une couche de matiere isolante (7) ayant une epaisseur superieure ou egale a 
la hauteur de r aspen te* (6) la plus haute, cette couche e'tant conformee pour autoriser un libre acces aux plots de contact (5) et ayant une 
face exteme parallele a la penpherie (12) de la face active de la microplaquette. Grace a la couche (7), la puce peut Stre implantee dans 
un corps de carte en restant parfaitement parallele a ce dernier, ce qui est essentiel pour la realisation ulteneure des pistes conductrices par 
s£rigraphie. 
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" Puce pour carte electronique r c vfriic d'une couche dc matiere isolantc et Carte 
electronique comportant une telle puce " 

La presente invention concernc une puce pour carte electronique, comprenant une 
microplaquette de semi-conducteur ayant une face active pourvue de plots de contact 
et sur laquelle sont formees- des asperitcs de differentes hauteurs. 

II est actuellement tres difficile d'implanter convenablement une puce dans un 
corps de carte electronique en matiere plastique a Paide d'un poingon. 

En effet, en raison des differences de hauteur entre les asperites formees sur la 
face active de la microplaquette, la puce ne reste pas parallele au corps de carte pendant 
que le poinqon l'enfonce dans ce dernier. Ainsi, la matiere plastique qu'elle refoule 
pendant son enfoncement a tendance a se repandre sur les parties les plus basses de la 
face active de la microplaquette et a empecher, au niveau de ces parties, l'etablissement 
ulterieur d'une liaison parfaite entrc les plots de contact et les pistes conductrices 
deposees habituellement sur le corps de carte. 

La presente invention se propose d'apporter une solution a ce probleme et, pour 
ce faire, elle a pour objet une puce pour carte electronique, ayant la structure mentionnee 
ci-dessus et qui se caracterise en ce que la face active de la microplaquette est revetue 
au moins partiellement d'une couche de matiere isolante ayant une epaisseur superieure 
ou egale a la hauteur de 1'aspcrite la plus haute, cette couche etant conformee pour 
autoriser un libre acces aux plots de contact et ayant une face externe parallele a la 
peripherie de la face active de la microplaquette. 

La puce conforme a Tinvention, lorsqu^lle est implantee a Taide d'un poingon, 
reste parallele au corps de carte puisque la face externe de la matiere isolante est 
parallele a la peripherie de la face active ou superieure de la microplaquette. 

Les risques pour que la matiere plastique refoulee vienne s'epandre 
intempestivement sur ccrtaines parties de la face active dc la microplaquette sont de ce 
fait elimines, ce qui permet Tctablissement tfune liaison parfaite entre les plots de 
contact et les pistes conductrices qui sont habituellement deposees sur le corps de carte. 

La couche de matiere isolante peut se presenter sous la forme d'un cadre 
comportant des orifices dans ses parties situces a Taplomb des plots de contact. 

En variante, elle pourrait cgalemcnt se presenter sous la forme d'un cadre entourant 
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lcs plots de contact, cc qui eviterait la formation dcs orifices mentionnes ci-dessus. 

Selon un mode de realisation particulier de 1'invention, la surface peripherique 
externe du cadre est divisee en deux parties reliees Tunc a l'autre par un palier, la partie 
adjacente a la microplaquette ayant un pourtour plus grand que celui de- l'autre partie. 

La matiere plastique qui a ete refoulee pendant l'implantation et qui s'etend sur le 
palier suppose par consequent a ce que la puce se separe accidentellement du corps de 
carte lorsque celui-ci est soumis a des flexions repetees. 

Selon un autre mode de realisation de ['invention, le cadre peut etre situe a 
I'interieur de la peripherie de la face active de la microplaquette. 

La matiere plastique qui a etc refoulee pendant Timplantation s'etend dans ce cas 
sur la partie de la face active de la microplaquette qui est a l'exterieur du cadre et 
s'oppose ici encore a ce que la puce se separe accidentellement du corps de carte lorsque 
celui-ci est soumis a des flexions repetees. 

Avantageuscment, la matiere isolante est un polyimide, cette resine ayant la 
propriete de former une couche tres lisse et tres plate apres polymerisation. 

Bien entendu, la presente invention concerne egalement les cartes electroniques 
dont la puce possede les caracteristiques exposees ci-dessus. 

Trois modes d'execution de la presente invention seront decrits ci-apres a titre 
d'exemples nullement limitatifs en reference au dessin annexe dans lequel : 

- la figure 1 est une vue en perspective schematique d'une carte electronique 
comportant une puce conforme a Tinvention ; 

- la figure 2 est une vue en perspective a echelle agrandie de la puce de la carte 
visible sur la figure 1 ; 

- la figure 3 est une vue en coupe schematique et a echelle agrandie selon la 
ligne III— III de la figure 1 ; 

- la figure 4 est une vue analogue a la figure 3, mais montrant une autre puce ; 

et 

- la figure 5 est une vue analogue a la figure 3, mais montrant encore une autre 

puce. 

• La carte electronique que Ton peut voir sur la figure 1 comprend un corps plat 1 
en matiere plastique, comportant deux grandes faces opposecs rcctangulaires, une puce 2 
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implantee dans Tune dcs grandcs faces du corps 1, et dcs plages conductrices 3 sc 
prolongeant sur la grandc face du corps 1 dans laquelle la puce 2 est implantee, les 
plaques conductrices 3 ctant destinees a relier la puce 2 a un lecteur exterieur non 
represente afin de permettre I'etablissement d'un echange de donnecs entre eux. 

La puce 2, qui est representee a echelle agrandie sur la figure 2, comprend d'une 
matiere connue en soi, unc microplaquette de semi-conducteur 4 dont la face active est 
pourvue de plots de contact 5 repartis en deux rangees paralleles et d'asperites 6 
essentiellement formccs par des circuits semi-conducteurs. 

Les asperitcs 6 ont des hauteurs differentes et si la puce etait implantee a l'aide 
d'un poingon, elle ne resterait pas parallele a la grande face du corps de carte 1 destinee 
a la recevoir. La matiere plastique constituant le corps 1, qui serait refoulee sous la 
pression de la puce, viendrait en effet recouvrir les plots de contact 5 les plus bas et 
empecherait la realisation d'une liaison electrique satisfaisante entre ces plots de contact 
et les pistes conductrices correspondantes 3. 

Afin de remedier a cet inconvenient, une partie de la face active de la 
microplaquette 4 est revetue d'une couche de matiere isolante 7 dont l'epaisseur est au 
moins egale a la hauteur de Tasperite 6 la plus haute. 

Dans Texemple represente sur le dessin, la face active de la microplaquette 4 est 
carree mais rien ne s'oppose a ce qu'elle soit rectangulaire ou qu'elle ait une toute autre 
forme. 

Par ailleurs, la couche 7 se presente sous la forme d'uri cadre dont la surface 
peripherique externe 8 est dans le prolongement de la surface peripherique 9 de la 
microplaquette 4. Ce cadre, dont rdvidement central 10 laisse apparaitre certaines 
asperites 6, est pourvu d'orificcs 11 au niveau des plots de contact 5. 

On notera ici que la realisation des orifices 11 pourrait etre evitee si le cadre etait 
realise de telle sorte que sa partie centrale evidee contienne des plots de contact. 

La face externe (ou superieure) de la couche 7, qui est parfaitcment plane, est 
parallele a la peripheric 12 de la face active de la microplaquette 4. Or, comme la 
peripheric 12 est parallele a la face inferieure 13 de la microplaquette, la face externe 
de la couche 7 est done cgalement parallele a la face inferieure 13. 

Ainsi, lorsqu f on utilise un poingon pour implanter la puce 2, celle-ci rcste parallele 
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a la face superieure du corps dc carte 1 jusqu'a ce que la face cxterne de la couche 7 
vienne dans le plan dc ladite face supericure du corps de carte. Aprcs l'implantation de 
la puce, les faces externe et supericure dc la couche 7 et du corps de carte 1 sont done 
parfaitement coplanaires, ce qui permet de realiser les pistes conductrices 3 dans les 
meilleures conditions, par serigraphie ou toute autre technique depression. 

La puce que Ton peut voir sur la figure 4 differe de celle qui vient d'etre decrite 
uniquement par le fait que la surface peripherique externe 8 du cadre delimite par la 
couche de matiere isolante est situee a l'interieur de la peripheric 12 de la face active 
de la microplaquette 4. 

Loirs de l'implantation dc la puce 2, la matiere plastique que celle-ci refoule pour 
penetrer dans le corps de carte 1 vient recouvrir la partie de la microplaquette 4 qui est 
situee a 1'exterieur du cadre, commc represente. 

La puce ne peut par consequent se separer du corps de carte lorsque eclui-ci est 
soumis a des flexions repctecs, ce qui peut augmenter de fagon notable la duree 
d'utilisation de la carte electronique. 

La puce visible sur la figure 5 differe des puces decrites precedemment en ce que 
la surface peripherique externe 8 du cadre est divisee en deux parties 8a et 8b reliees 
Tune a l'autre par un palier 14, la partie 8a qui est adjacente a la microplaquette 4 
s'etendant dans le prolongement dc la surface peripherique 9 de cette demiere. 

La matiere plastique qui a ete refoulee lors de l'implantation de la puce 2 s'etend 
sur la palier 14, commc represente. Elle s'oppose done a une eventuelle extraction de la 
puce hors du corps de carte lorsque celui-ci est soumis a des flexions repetees. 

Bien entendu, la surface peripherique externe 8 du cadre pourrait etre situee a 
Tinterieur de la peripheric 12 de la surface active de la microplaquette 4, comme 
represente sur la figure 4, et presenter un palier 14, comme represente sur la figure 5. 

Dans les exemples de realisation decrits ci-dessus, la matiere isolante utilisee pour 
former les couches 7 est une matiere plastique, notamment un polyimide. Cette matiere. 
plastique a en fait ete choisie pour son aptitude a conferer aux couches 7, a Tetat 
polymerise, une face libre extremcment lisse et plate. 

Pour etre complet, on preciscra que les microplaqucttes 4 proviennent d'une 
tranche de silicium telle que ccllc que Ton utilise habituellemcnt pour la fabrication des 
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puces, et que la maticrc isolante constituant les couches 7 est de preference depbsee par 
photolithographic sur la tranche de silicium, aprcs la realisation des circuits integres 
mais avant 1'opcration de sciage qui permet dc scparer les diffcrentes puces. 

Lorsque la surface peripherique externe 8 du cadre des differentes puces possede 
un palier 14, celui-ci peut etre realise par usinage avant ou aprcs Toperation de sciage. 

Enfin, on precisera que la couche de maticre isolante 7 protege les puces contre 
les chocs thermiques que le poingon pourrait provoquer s'il etait chauffant, et quelle les 
isole electriquemcnt vis-a-vis des pistes conductriccs 3 deposces ultericurement par 
serigraphie. 
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RE VEND I CAT I ONS 

1. Puce pour carte electronique, comprenant une 
microplaquette de semi-conducteur (4) ayant une face active 
pourvue de plots de contact (5) et sur laquelle sont 

5 formees des asperites (6) de differentes hauteurs, caracte- 
risee en ce que la face active de la microplaquette (4) est 
revetue au moins partiellement d'une couche de matiere 
isolante (7) ayant une epaisseur superieure ou egale a la 
hauteur de l'asperite (6) la plus haute, cette couche etant 
10 conformee pour autoriser un libre acces aux plots de 
contact (5) et ayant une face externe parallele S une face 
(13) opposee a la face active. 

2. Puce selon la r,evendication 1, caracterisee en 
ce que la. couche de matiere isolante (7) se presente sous 

15 la forme d'un cadre comportant des orifices (11) dans ses 
parties situees a l'aplomb des plots de contact (5). 

3. Puce selon la revendication 1, caracterisee en 
ce que la couche de matiere isolante (7) se presente sous 
la forme d'un cadre entourant les plots de contact (5) . 

20 4. Puce selon la revendication 2 ou 3, caracteri- 

see en ce que la surface peripherique externe (8) du cadre 
est divisee en deux parties (8a, 8b) reliees 1'une a 
l'autre par un palier (14), la partie (8a) adjacente a la 
microplaquette (4) ayant un pourtour plus grand que celui 

25 de l'autre partie (8b) . 

5 /Puce selon l'une quelconque des revendications 
2 a 4, caracterisee en ce que le cadre est situe a l'inte- 
rieur de la peripherie (12) de la face active de la 
microplaquette (4) . 

30 6. Puce selon 1'une quelconque des revendications 

1 a 5, caracterisee en ce que la matiere isolante est un 
. polyimide. 

7. Carte electronique comportant une puce selon 
l'une quelconque des revendications pr^cedentes . . 



WO 96/42109 



PCT/FR96/00030 





FI6.3 




FIG. 4 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inter. nal Application No 

PCT/FR 96/00030 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 H01L23/498 G06K19/077 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 6 H01L G06K 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ' 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



EP,A,0 246 744 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) 

25 November 1987 

see the whole document 

DE.A.39 17 707 (SIEMENS) 6 December 199G 
see figures 

FR.A.2 671 417 (SOLAIC) 10 July 1992 
EP,A,0 627 707 (SOLAIC) 7 December 1994 



1-3,5-7 

1-7 
1-7 



□ 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



m 



Patent family members are listed in annex. 



* Special categories of cited documents : 

'A' document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

'E" earlier document but published on or after the international 
filing date 

X" document which may throw doubts on priority daimfs) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

'P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



*T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X* document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novd or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y* document of particular relevance, the claimed invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art 

"&* document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



1 March 1996 



Date of mailing of the international search report 

07.03.96 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. S8IS Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. ( + 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo id. 
Far (+ 31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Prohaska, G 



Form PCT/1SA/210 (recond meet) (July 1993) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

.1 1 formation on patent family members 



Inter. .ial Application No 

PCi/FR 96/00030 



Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


EP-A-246744 


25-11-87 


JP-B- 


7004995 


25-91-95 






JP-A- 


62270393 


24-11-87 






DE-A- 


3782972 


21-01-93 






US-A- 


4931853 


05-06-90 






US-A- 


4997791 


05-03-91 



DE-A-3917707 


06-12-90 


NONE 






FR-A-2671417 


10-07-92 


NONE 






EP-A-627707 


07-12-94 


FR-A- 


2684471 


04-06-93 



Form PCT/ISA/310 (patent family anne*) (July 1992) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Derm Internationale No 

PC1/FR 96/00030 



A. CLASS EMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 

CIB 6 H01L23/498 GO6K19/077 



Scion la classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois scion La classification nationale et la CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de classemenl) 

CIB 6 H01L G06K 



Documentation consul tee autre que la documentation minimale dans la mcsure ou ces documents rel event des domaines sur lesquds a porte la recherche 



Base de donnees electronique consultce au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donnees, et si cela est realisable, termes de recherche 
utilises) 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categoric * Identification des documents cites, avec, le cas echeant, I'indication des passages pertinents 



no. des re vendi cations visees 



EP,A,0 246 744 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) 

25 Novembre 1987 

voir le document en entier 

DE.A.39 17 707 (SIEMENS) 6 Decembre 1990 
voir figures 

FR.A.2 671 417 (SOLAIC) 10 Juillet 1992 
EP.A.0 627 707 (SOLAIC) 7 Decembre 1994 



1-3,5-7 

1-7 
1-7 



EI] Voir la 



suite du cadre C pour la Tin de la lisle des documents 



m 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



* Categories speciales de documents cites: 

"A* document definissant I'etat general de la technique, non 

constdere comme particulierement pertinent 
*E* document anterieur, mais public a la date de depot international 

ou apres cette date 

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de 
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une 
autre citation ou pour une raison special e (telle qu'indiquce) 

'O' document se referant a une divulgation oraie, a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

"P* document public avant la date de depot international, mais 
postehcurement a la date de priorite re vendi que c 



*T* document ulterieur public apres la date de depot international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mais ate pour coniprcndrc le principe 
ou la theorie constituant la base de {'invention 

"X* document particulierement pertinent; 1' invention revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document consdere isolement 

*Y* document particulierement pertinent; 1' invention revendiquee 
nc peut etre consideree comme impliquant une activite inventive 
lorsque le document est assobe a un ou plusteurs autres 
documents de mime nature, cette comfainaison etant evidente 
pour une personne du metier 

document qui fait partie de la meme famillc de brevets 



Date a laquetle la recherche Internationale a cte effectivement achevee 



1 Mars 1996 



Date d'expedition du present rapport de recherche Internationale 



07. 03.96 



Nom et adrcsse postale de radmini strati on chargec de la recherche Internationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. SSI 8 Patent! aan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. ( + 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax (+31 70) 340-3016 



Fonctionnaire autorise 



Prohaska, G 



Fonnulairc PCT/ISA^10 (devxieme fertile) (juillet 1992) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Renseignemcnts rdatifs awe ».^mhres de families de brevets 



Dcma 'ntemation&le No 

PCT/FR 96/G003G 



Document brevet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Membre(s) de la 
famille de brevet(s) 


Date de 
publication 


EP-A-246744 


25-11-87 


JP-B- 


7004995 


25-01-95 






JP-A- 


62270393 


24-11-87 






DF-A- 


3782972 


21-01-93 






US-A- 


4931853 


05-06-90 






US-A- 


4997791 


05-03-91 


DE-A-3917707 


06-12-90 


AUCUN 






FR-A-2671417 


10T07-92 


AUCUN 






EP-A-627707 


07-12-94 


FR-A- 


2684471 


04-06-93 



FormoUire PCT/1S A/210 (annex* fimiUa de brevets) (juUlet 1993) 



